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2010 年 4 月 1 日を以って NEC エレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジ

が合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社

名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い
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ご注意書き 

 

１． 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品

のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、

当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。 
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的

財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の

特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。 
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。 
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説

明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用す

る場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損

害に関し、当社は、一切その責任を負いません。 
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところに

より必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の

目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外

の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。 
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するも

のではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合におい

ても、当社は、一切その責任を負いません。 
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、

各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確

認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当

社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図

されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、

「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または

第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、デ

ータ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。 
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、

産業用ロボット 
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命

維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当） 
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生

命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他

直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム

等 
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件そ

の他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用さ

れた場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。 
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生した

り、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っ

ておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じ

させないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージン

グ処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単

独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。 
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用

に際しては、特定の物質の含有･使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、

かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し

て、当社は、一切その責任を負いません。 
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお

断りいたします。 
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご

照会ください。 
 
注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレク

トロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。 
注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいい

ます。 



資料中の「三菱電機」、「三菱XX」等名称の株式会社ルネサス テクノロジへの変更について

　2003年4月1日を以って株式会社日立製作所及び三菱電機株式会社のマイコン、ロジック、

アナログ、ディスクリート半導体、及びDRAMを除くメモリ(フラッシュメモリ・SRAM等)を含む

半導体事業は株式会社ルネサス テクノロジに承継されました。

従いまして、本資料中には「三菱電機」、「三菱電機株式会社」、「三菱半導体」、「三菱XX」といっ

た表記が残っておりますが、これらの表記は全て「株式会社ルネサス テクノロジ」に変更され

ておりますのでご理解の程お願い致します。尚、会社商標・ロゴ・コーポレートステートメント

以外の内容については一切変更しておりませんので資料としての内容更新ではありません。

注：「高周波・光素子事業、パワーデバイス事業については三菱電機にて引き続き事業運営を

    行います。」

2003年4月1日

株式会社ルネサス テクノロジ

カスタマサポート部

お客様各位

お問い合わせ先変更のお知らせ
2003年4月1日、三菱電機セミコンダクタ・アプリケーション・エンジニアリング株式会社は、株式会社ルネサス ソリューションズに社名変更いたしました。ドキュメントに記載されている旧メールアドレスおよびURLは以下のとおり最新のものに読み替えをお願いいたします。

■ユーザ登録窓口
旧：regist@tool.mesc.co.jp（使用できません）
　　regist@tool.maec.co.jp（2003年7月1日まで使用可）
新：regist_tool@renesas.com

■ツール技術サポート窓口
旧：support@tool.msc.hoku.melco.co.jp（使用できません）
　　support@tool.mesc.co.jp（使用できません）
　　support@tool.maec.co.jp（2003年7月1日まで使用可）
新：support_tool@renesas.com

■ツールホームページ
旧：http://www.tool-spt.mesc.co.jp/（使用できません）
　　http://www.tool-spt.maec.co.jp/（2003年7月1日まで使用可）
新：http://www.renesas.com/jp/tools

■社名
旧：三菱電機セミコンダクタソフトウエア(株)
　　三菱電機セミコンダクタシステム(株)
　　三菱電機セミコンダクタ・アプリケーション・エンジニアリング(株)
新：株式会社ルネサス ソリューションズ

ツールニュース「新会社設立のお知らせ」
http://www.renesas.com/jpn/products/mpumcu/toolhp/toolnews/n030401/tn1.htm

■製品形名変更について
ソフトウェアツールおよび一部のアクセサリツールでは、製品形名の体系の見直しに伴い、順次製品形名を変更させていただきました。一部ドキュメント中では、旧製品形名で表記している場合がありますが、ご了承ください。製品名変更についての詳細は下記URLをご参照ください。

http://www.renesas.com/jpn/products/mpumcu/toolhp/henkou/index_j.htm
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※IC61–1004–051は、山一電機株式会社の商標です。
※NQPACK、YQPACK、YQSOCKET、YQ–GUIDE、HQPACK、TQPACK、TQSOCKETは東京エレテック株式会社の商標です。

第1版　2003年2月16日　発行

Copyright © 2003 三菱電機株式会社
Copyright © 2003 三菱電機セミコンダクタ・アプリケーション・エンジニアリング株式会社

《安全設計に関するお願い》
三菱電機株式会社及び三菱電機セミコンダクタ・アプリケーション・エンジニアリング株式会社は品質、信頼性の向上に努めてお
りますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果とし
て、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計など
の安全設計に十分ご留意ください。

《本資料ご利用に際しての留意事項》
 本資料は、お客様が用途に応じた適切な三菱半導体製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報に
ついて三菱電機株式会社及び三菱電機セミコンダクタ・アプリケーション・エンジニアリング株式会社が所有する知的財産権そ
の他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に
対する侵害に関し、三菱電機株式会社及び三菱電機セミコンダクタ・アプリケーション・エンジニアリング株式会社は責任を負
いません。
 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、三菱電機株
式会社及び三菱電機セミコンダクタ・アプリケーション・エンジニアリング株式会社は、予告なしに、本資料に記載した製品又
は仕様を変更することがあります。三菱半導体製品のご購入に当たりましては、事前に三菱電機株式会社、三菱電機セミコンダ
クタ・アプリケーション・エンジニアリング株式会社又は特約店へ最新の情報をご確認いただきますとともに、三菱電機半導体
情報ホームページ(http://www.semicon.melco.co.jp/)及び三菱開発ツールホームページ(http://www.tool-spt.maec.co.jp/)などを通
じて公開される情報に常にご注意ください。
 本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものですが万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた
場合には、三菱電機株式会社及び三菱電機セミコンダクタ・アプリケーション・エンジニアリング株式会社はその責任を負いま
せん。
 本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラ
ム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してくださ
い。三菱電機株式会社及び三菱電機セミコンダクタ・アプリケーション・エンジニアリング株式会社は、適用可否に対する責任
は負いません。
 本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として
設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継
用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、三菱電機株式会社、三菱電機セミコンダクタ・アプリケ
ーション・エンジニアリング株式会社又は特約店へご照会ください。
 本資料の転載、複製については、文書による三菱電機株式会社及び三菱電機セミコンダクタ・アプリケーション・エンジニアリ
ング株式会社の事前の承諾が必要です。
 本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点がございましたら三菱電機株式会社、三菱電機セミコンダク
タ・アプリケーション・エンジニアリング株式会社又は特約店までご照会ください。

《本製品ご利用に際しての留意事項》
 本製品は、プログラムの開発、評価段階に使用する開発支援装置です。開発の完了したプログラムを量産される場合には、必ず
事前に実装評価、試験などにより、お客様の責任において適用可否を判断してください。
 本製品を使用したことによるお客様での開発結果については、一切の責任を負いません。
 本製品について弊社は、以下に示す有償もしくは無償の対応に努めます。
(1)製品故障に対する製品の修理、交換など
    ただし、販売中止後1年を経過した製品は修理不可能な場合があります。
(2)製品不具合に対する回避策の提示又は、不具合改修など
    ただし、いかなる場合でも回避策の提示又は不具合改修を保証するものではありません。
 本製品は、プログラムの開発、評価用に実験室での使用を想定して準備された製品です。国内の使用に際し、電気用品安全法及
び電磁波障害対策の適用を受けておりません。
 本製品は、ULなどの安全規格、IECなどの規格を取得しておりません。したがって、日本国内から海外に持ち出される場合は、
この点をご承知おきください。

製品の内容及び本書についてのお問い合わせ先
電子メールの場合：本書の最後に添付されている「技術サポート連絡書」と同じ項目を記入の上、ツール技術サポート窓口
support@tool.maec.co.jpまで送信ください。
FAXの場合：本書の最後に添付されている「技術サポート連絡書」に必要事項を記入の上、ツール技術サポート窓口まで送信くだ
さい。FAX送信先は「技術サポート連絡書」に記載してあります。

三菱電機セミコンダクタ・アプリケーション・エンジニアリング株式会社　マイコンツール部
［ツール技術サポート窓口］ support@tool.maec.co.jp
［ユーザ登録窓口］ regist@tool.maec.co.jp
［ホームページアドレス］ http://www.tool-spt.maec.co.jp
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はじめに
　この度は、三菱電機製エミュレーションプローブM306N4T–EPBをご購入いただき、誠にありがとうござ
います。M306N4T–EPBは、エミュレータ本体PC7501と接続して使用する、M16C/6NグループM16C/6N4, 5
用のエミュレーションプローブです。
　本取り扱い説明書は、M306N4T–EPBの仕様とセットアップ方法を中心に説明するものです。エミュレー
タ本体、エミュレータデバッガに関しては、各製品に付属の取り扱い説明書を参照してください。

 エミュレータ本体： PC7501ユーザーズマニュアル
 エミュレータデバッガ： M3T–PD30Fユーザーズマニュアル

　本製品の包装内容は、本書の「2.1　包装内容(20ページ)」に記載していますので確認してください。なお、
本製品についてお気付きの点がございましたら、最寄りの三菱電機株式会社、特約店、直扱店へお問い合わ
せください。

安全に正しくご使用いただくために安全に正しくご使用いただくために安全に正しくご使用いただくために安全に正しくご使用いただくために
安全上の注意事項

 本取り扱い説明書及び製品への表示では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々へ
の危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

 その表示と意味に関しては、「第1章　安全上の注意事項(7ページ)」に示しています。掲載し
ている内容をよく理解してからお使いください。
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用語説明
　本書で使用する用語は、以下に示すように定義して使用します。

 PC7501システム
エミュレータ本体PC7501を中心としたエミュレータシステムを指します。最小構成のシステムは、エミ
ュレータ本体PC7501、エミュレーションプローブM306N4T–EPB、エミュレータデバッガM3T–PD30F及び
ホストマシンで構成できます。

 エミュレータ本体PC7501
M16Cファミリ用のエミュレータ本体を指します。ターゲットMCUに対応するエミュレーションプローブ
と組み合わせることにより、各MCU対応のエミュレータシステムが構築できます。

 エミュレーションプローブM306N4T–EPB
M16C/6NグループM16C/6N4, 5用エミュレーションプローブである本製品を指します。エミュレータ本体
PC7501に接続して使用します。

 エミュレータデバッガM3T–PD30F
M16C/60シリーズ用のソフトウェアツールを指します。ホストマシンから各種通信インタフェースを介し
てPC7501システムを制御できます。

 ファームウェア
エミュレータ本体PC7501内部基板上のフラッシュROMに格納されている制御プログラムを指します。エ
ミュレータデバッガとの通信内容を解析して、PC7501システムのハードウェアを制御します。エミュレ
ータデバッガのバージョンアップや他のMCUに対応させる場合は、エミュレータデバッガからダウンロ
ードすることができます。

 ホストマシン
PC7501システムを制御するためのパーソナルコンピュータを指します。

 ターゲットMCU
デバッグ対象のMCUを指します。

 ターゲットシステム
デバッグ対象のMCUを使用した、お客様のアプリケーションシステムを指します。

 ユーザプログラム
デバッグ対象のアプリケーションプログラムを指します。

 エバリュエーションMCU
エミュレーションプローブに実装し、エミュレータ専用のモードで動作させるMCUを指します。

 信号名の最後につく“*”の意味
本書では、“L”アクティブの信号を表記するため信号名の末尾に“*”を付加しています(例：RESET*)。
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第 1章　安全上の注意事項

　この章では、本製品を安全に正しくお使いいただくための注意事項を説明しています。エミュレータデバ
ッガの注意事項は、各製品に付属の取り扱い説明書を参照してください。
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1.1　絵表示と意味
　M306N4T–EPB取り扱い説明書及び製品への表示では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々
への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。第1章では、その絵表
示と意味を示し、本製品を安全に正しくご使用されるための注意事項を説明します。ここに記載している内
容をよく理解してからお使いください。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想
定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される
内容及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

その他、本製品を使用されるに当たって重要な情報を示しています。

上の3表示に加えて、適宜以下の表示を同時に示します。

表示は、警告・注意を示します。
例： 感電注意感電注意感電注意感電注意
表示は、禁止を示します。
例： 分解禁止分解禁止分解禁止分解禁止
表示は、強制・指示する内容を示します。
例： 電源プラグをコンセントから抜け電源プラグをコンセントから抜け電源プラグをコンセントから抜け電源プラグをコンセントから抜け

　次のページから、警告、注意、重要の順で記します。
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警 告

設置に関して：
 湿度が高いところ及び水などで濡れるところには設置しないでください。水などが内部にこぼ
れた場合、修理不能な故障の原因となります。

使用環境に関して：
 本製品の使用における周辺温度の上限(最高定格周辺温度)は35℃です。この最高定格周囲温度
を越えないように注意してください。
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注 意

本製品の改造に関して：
 本製品を改造しないでください。分解又は改造による故障については、修理を受け付けること
ができません。

電源の投入順序に関して：
 電源をONする場合は、エミュレータとターゲットシステムの電源を可能な限り同時にONして
ください。

 電源をOFFする場合は、エミュレータとターゲットシステムの電源を可能な限り同時にOFFし
てください。

 エミュレータ又はターゲットシステムの電源を片方のみONしないでください。リーク電流に
より内部回路が破壊される恐れがあります。

 電源をOFFした後は、10秒程度待ってから電源をONしてください。

本製品の取り扱いに関して：
 本製品は慎重に扱い、落下・倒れなどによる強い衝撃を与えないでください。

 エミュレータ本体部コネクタの端子及びターゲットシステム接続部コネクタの端子は、直接手
で触らないでください。静電気により内部回路が破壊される恐れがあります。

 エミュレータ本体とエミュレーションプローブを接続するフレキシブルケーブルで、本製品を
引っ張らないでください。ケーブルが断線する恐れがあります。

 エミュレータ本体とエミュレーションプローブを接続するフレキシブルケーブルは、過度な曲
げ方をしないでください。ケーブルが断線する恐れがあります。

 本製品にインチサイズのネジを使用しないでください。本製品に使用しているネジはすべて
ISOタイプ(メートルサイズ)のネジです。

異常動作に関して：
 外来ノイズなどの妨害が原因でエミュレータの動作が異常になった場合、次の手順で処置して
ください。
①エミュレータ本体前面パネルにあるシステムリセットスイッチを押してください。
②上記①の処置を実施しても正常に復帰しない場合は、エミュレータの電源を切り、再度電源
　を投入してください。

外部トリガ入力電圧に関して：
 エミュレータ本体の外部トリガ入力電圧は、Vcc電圧を越えないようにしてください。過電圧
により内部回路が破壊される恐れがあります。
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重 要

ファームウェアのダウンロードに関して：
 本製品を初めてご使用になる場合は、エミュレータ本体へ専用ファームウェアをダウンロード
する必要があります。このとき、エミュレータ本体をメンテナンスモードと呼ぶ特殊なモード
で起動する必要があります。ファームウェアのダウンロード方法は、「4.2　ファームウェア
のダウンロード(42ページ)」を参照してください。次回以降は、通常の電源投入でご使用いた
だけます。

 ファームウェアのダウンロード中に電源を切らないでください。途中で電源が切れた場合、正
常に起動できなくなります。予期しない状況で電源が切れた場合は、メンテナンスモードでフ
ァームウェアを再度ダウンロードしてください。

 ファームウェアのダウンロードは、ターゲットシステム未接続の状態で行ってください。

セルフチェックに関して：
 セルフチェックが正常に終了しない場合(ターゲットステータスエラーを除く)は、製品が故障
している可能性がありますので販売担当者までご相談ください。

 セルフチェックは、ターゲットシステム未接続の状態で行ってください。

エミュレータデバッガの終了に関して：
 エミュレータデバッガを終了し再度起動する場合は、エミュレータ本体の電源も一度切断し再
度投入してください。

最終評価に関して：
 最終評価は、評価用MCUでの実装評価を必ず実施してください。また、量産マスク投入前に
はCS (Commercial Sample) MCUでの実装評価を必ず実施してください。

ターゲットシステムへの電源供給に関して：
 本製品は、Vcc端子をターゲットシステムの電圧を監視するために接続しています。エミュレ
ータからターゲットシステムへの電源供給はできませんので、ターゲットシステムには別途電
源を供給してください。

 ターゲットシステムの電源電圧は、以下の範囲内で使用してください。
4.2[V]≦Vcc≦5.5[V]

RESET*入力に関して：
 ターゲットシステムからRESET*端子への“L”入力は、ユーザプログラム実行中(PC7501上面
パネルのRUNステータスLED点灯中)のみ受け付けられます。

NMI*入力に関して：
 ターゲットシステムからNMI*端子への“L”入力は、ユーザプログラム実行中(PC7501上面パ
ネルのRUNステータスLED点灯中)のみ受け付けられます。
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RDY*入力に関して：
 ターゲットシステムからRDY*端子への“L”入力は、必ずユーザプログラム実行中(PC7501上
面パネルのRUNステータスLED点灯中)に行ってください。ユーザプログラム停止中にRDY*端
子へ“L”入力すると、エミュレータが正常に動作しない場合があります。

HOLD*入力に関して：
 ターゲットシステムからHOLD*端子への“L”入力は、必ずユーザプログラム実行中(PC7501
上面パネルのRUNステータスLED点灯中)に行ってください。ユーザプログラム停止中に
HOLD*端子へ“L”入力すると、エミュレータが正常に動作しない場合があります。

マスカブル割り込みに関して：
 ユーザプログラム停止中(ランタイムデバッグ中を含む)であっても、エバリュエーションMCU
はデバッグ制御用プログラムを実行しているため、タイマなどの機能も動作しています。
ユーザプログラム停止中(ランタイムデバッグ中を含む)は、エミュレータで割り込みを禁止し
ているため、マスカブル割り込みの要求が発生しても受け付けられません。この割り込み要求
は、ユーザプログラムの実行を開始した直後に受け付けられます。

 ユーザプログラム停止中(ランタイムデバッグ中を含む)は、周辺I/Oの割り込み要求が受け付け
られませんのでご注意ください。

MCUへのクロック供給に関して：
 エバリュエーションMCUへ供給するクロックは、エミュレータデバッガのInitダイアログ
Emulatorタブ内で選択できます。
①Internalを選択した場合
　PC7501内部の発振回路基板で生成されたクロックを供給します。ターゲットシステムの
　クロック発振状態やユーザプログラムの実行状態に依存しません。
②Externalを選択した場合
　ターゲットシステム上で発振しているクロックを供給します。ターゲットシステムの
　クロック発振状態に依存します。
③Generateを選択した場合
　PC7501内部の専用回路で生成されたクロックを供給します。ターゲットシステムの
　クロック発振状態やユーザプログラムの実行状態に依存しません。

アクセス禁止領域に関して：
 内部予約領域を使用することはできません。この領域へのライトは無視され、リードした値は
不定となります。

スタック領域に関して：
 本製品は、ワークエリアとしてユーザスタックを最大8バイト消費します。ユーザスタック領
域として、ユーザプログラムで使用する最大容量＋8バイトを確保してください。
ユーザスタック領域に余裕がない場合、スタックとして使用できない領域(SFR領域、データ
を格納しているRAM領域、ROM領域)をワークエリアとして使用し、ユーザプログラムの破壊
やエミュレータ制御不能の原因となります。

 本製品は、リセット解除後に割り込みスタックポインタ(ISP)を00500hに設定し、リセット解
除時のスタック領域として使用します。
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リセットベクタ領域に関して：
 エバリュエーションMCUをエミュレータ専用のモードで動作させるため、リセットベクタ領
域(FFFFCh～FFFFFh番地)は常にエミュレータ本体内のメモリが選択されます。以下に示すい
ずれかの方法でリセットベクタの内容を設定してください。
①リセットベクタを含む領域へユーザプログラムをダウンロードする。
②エミュレータデバッガのダンプウィンドウなどを操作し、リセットベクタを直接設定する。

 リセットベクタ領域の変更は、ユーザプログラム停止中のみ可能です。

 リセットベクタ領域をデータとしてアクセスしないでください。正常にアクセスできない可能
性があります。また、次のバスサイクルで正常に動作しない場合があります。

00000h番地へのアクセスに関して：
 M16C/60シリーズのMCUは、マスカブル割り込みの要求が発生した場合、その情報(割り込み
番号と割り込み要求レベル)が格納されている00000h番地をリードし、これによって割り込み
要求ビットをクリアする仕様となっています。したがって、(意図的でなくても) 00000h番地を
リードすると、許可されている中で最も優先度の高い割り込み要因の要求ビットがクリアさ
れ、『割り込み要求が発生しても割り込み処理が行われない』という誤動作が発生します。
本製品は、割り込み処理以外で00000h番地がリードされたことを検出し、エミュレータ本体上
面のWARNING LED (黄色)を点灯させます。このLEDが点灯した場合は、ユーザプログラム中
に00000h番地への不正アクセスがないかを確認してください。

ストップモード、ウェイトモードに関して：
 ストップモードやウェイトモードに移行する命令をシングルステップ実行しないでください。
通信エラーが発生する場合があります。

MCUステータスの表示に関して：
 エミュレータデバッガのMCU SettingダイアログMCUタブ内で参照できるMCU Statusは、ター
ゲットシステムの端子レベルを表示しています。使用するモードに応じた端子レベルが設定さ
れていることを確認してください。
①シングルチップモードを使用する場合
　CNVss：“L”
②メモリ拡張モード16ビットデータバス幅を使用する場合
　CNVss：“L”、BYTE：“L”、HOLD*：“H”、RDY*：“H”
③メモリ拡張モード8ビットデータバス幅を使用する場合
　CNVss：“L”、BYTE：“H”、HOLD*：“H”、RDY*：“H”
④マイクロプロセッサモード16ビットデータバス幅を使用する場合
　CNVss：“H”、BYTE：“L”、HOLD*：“H”、RDY*：“H”
⑤マイクロプロセッサモード8ビットデータバス幅を使用する場合
　CNVss：“H”、BYTE：“H”、HOLD*：“H”、RDY*：“H”
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ブレークの種類に関して：
 エミュレータデバッガのプログラムウィンドウ内にあるブレークポイント表示領域では、以下
に示すブレークの種類が表示されます。
①アドレス一致ブレーク“A”
　MCUのアドレス一致割り込み機能を使用し、指定したアドレスの命令を実行する直前で
　ブレークさせるデバッグ機能です。指定したアドレスの命令は実行されません。
②ソフトウェアブレーク“B”
　指定したアドレスの命令をBRK(00h)に変更してBRK割り込みを発生させ、指定した
　アドレスの命令を実行する直前でブレークさせるデバッグ機能です。指定したアドレスの
　命令は実行されません。
③ハードウェアブレーク“H”
　指定したアドレスの命令実行検出をブレークイベントに設定してブレークさせるデバッグ
　機能です。指定したアドレスの命令を実行した後にブレークします。

アドレス一致ブレークに関して：
 アドレス一致ブレークは、設定や解除の処理速度が速く、MCU内部フラッシュROMの書き換
え回数を低減することができます。このため、MCU内部フラッシュROM領域へのブレークポ
イントは、アドレス一致ブレークが優先的に設定されます。

 アドレス一致ブレークは、MCU内部RAM領域及びMCU内部ROM領域のみ設定可能です。

 アドレス一致ブレークポイントは、最大4点を設定可能です。5点目以降は、通常のソフトウェ
アブレークが設定されます。

 アドレス一致ブレークポイントは、ユーザプログラム実行中でも設定や解除が可能です。

アドレス一致割り込みに関して：
 ユーザプログラム中でアドレス一致割り込み機能を使用する場合は、エミュレータデバッガの
InitダイアログMCUタブ内でEnable the Address Match Interrupt Break Functionのチェックを外し
てください。これにより、MCU内部RAM領域及びMCU内部ROM領域には、通常のソフトウ
ェアブレークが設定されます。

 アドレス一致割り込みの発生するアドレスにソフトウェアブレークを設定しないでください。
ユーザプログラムが暴走する場合があります。ソフトウェアブレークやハードウェアブレーク
は、アドレス一致割り込み処理の先頭に設定してください。

 アドレス一致割り込みの発生するアドレスをシングルステップ実行した場合、アドレス一致割
り込み処理と割り込みから復帰した最初の命令を実行した後にユーザプログラムが停止しま
す。

ソフトウェアブレークに関して：
 ソフトウェアブレークは、指定したアドレスの命令をBRK(00h)に変更します。このため、ト
レース結果のバス表示などを参照する場合は、“00h”が表示されますのでご了承ください。

 BRK命令はツール専用です。ユーザプログラム中ではご使用になれません。

 MCU内部ROM領域のソフトウェアブレークポイントは、ユーザプログラム実行中に設定や解
除できません。MCU内部RAM領域及びチップセレクトCS3*～CS0*中でマップ設定を
INTERNALに指定した領域(エミュレーションメモリ)については設定や解除が可能です。
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MCUとの違いに関して：
 エミュレータシステムの動作は、実際のMCUと比較して以下の違いがあります。
①リセット条件
②電源投入時のMCU内部資源データ初期値
③リセット解除後の割り込みスタックポインタ(ISP)
④内部メモリ(ROM、RAM)の容量
　本製品に実装しているエバリュエーションMCUは、RAM 31KB (00400h～07FFFh)、
　フラッシュROM 4KB (0F000h～0FFFFh)＋384KB (A0000h～FFFFFh)を内蔵しています。
⑤発振回路
　XIN–XOUT間に発振子を接続した回路では、エバリュエーションMCUとターゲットシステム
　の間にピッチ変換基板が存在するため発振できません。XCIN–XCOUT間についても同様です。
　ターゲットシステム上の発振回路については、「3.1.3　ターゲットシステム上発振回路の使
用(29ページ)」を参照してください。
⑥A–D変換機能
　A–D変換器は、エバリュエーションMCUとターゲットシステムの間にピッチ変換基板など
　が存在するため、実際のMCUとは結果が異なります。
⑦ポートP0～P5、P10
　本製品は、入出力ポートの一部(ポートP0～P5、P10)をエミュレーションしているため、
　電気的特性が実際のMCUとは異なります。
⑧アドレス、BHE*の状態
　ユーザプログラム実行中にMCU内部RAM領域又はMCU内部ROM領域をアクセスする場合
　実際のMCUではアドレス、BHE*が直前の状態を保持しますが、本製品は保持しません。
⑨データバスの状態
　ストップモード又はウェイトモード中、実際のMCUではデータバスが直前の状態を保持し
　ますが、本製品はフローティングとなります。

監視タイマに関して：
 ターゲットシステムのリセット回路に監視タイマ機能がある場合、エミュレータ使用時は監視
タイマ機能を禁止してください。

DMA転送に関して：
 本製品は、ユーザプログラムの停止状態を特定アドレスのループプログラムにて実現していま
す。ユーザプログラム停止の状態でDMA要求が発生した場合、DMA転送処理は実行されます
が正常なデータを転送出来ません。また、これによりユーザプログラムの停止状態でも以下の
レジスタ値が変化します。
①DMA0転送カウンタ：TCR0
②DMA1転送カウンタ：TCR1

プロテクトレジスタに関して：
 ポートP7, P9方向レジスタやSI/Oi制御レジスタへの書き込みを許可するプロテクトレジスタ
PRCRのビット2 PRC2を以下の方法で変更した場合は、プロテクトが解除されません。
①『PRC2を“1”にセットする命令』をシングルステップ実行
②『PRC2を“1”にセットする命令』から『ポートP9方向レジスタやSI/Oi制御レジスタの
　設定』までの間にブレークポイントを設定
③Dump WindowやScript Windowから『PRC2を“1”に設定』
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プルアップ制御に関して：
 本製品は、入出力ポートの一部(ポートP0～P5、P10)をエミュレーションしています。このう
ち、ポートP0～P5については、プルアップ制御レジスタの設定が反映されません。必要に応
じて添付の抵抗アレイ(51kΩ)を装着してご使用ください。

 プルアップ制御レジスタ1 PUR1の初期値が異なります。CNVss端子へVccレベルを印可してい
る場合、実際のMCUではリセット時“02h”(ビット1 PU11が“1”)となりますが、本製品では
“00h”となります。

動作周波数に関して：
 本製品は、メインクロック(XIN–XOUT) 1MHz未満では使用できません。1MHz未満で使用され
る場合は、ツール技術サポート窓口までお問い合わせください。

MCU内部フラッシュ ROMに関して：
 本製品は、シングルチップモード、メモリ拡張モードのデバッグ時にユーザプログラムを
MCU内部フラッシュROMへダウンロードします。エミュレータデバッガのMCU Settingダイア
ログMCUタブ内でDisable the Internal Flash ROMをチェックすることで、MCU内部フラッシュ
ROMの動作を禁止してエミュレーションメモリが使用できます。ただし、動作周波数の上限
は10MHzです。

 MCU内部フラッシュROMは、書き込み／消去回数が有限であるため、寿命による交換が必要
となります。

 プログラムのダウンロード時に、以下のエラーが頻繁に発生する場合は、別売のMCU基板を
ご購入ください。
①フラッシュROM消去エラーが発生しました。ERROR(16258)
②フラッシュROMベリファイエラーが発生しました。ERROR(16259)
ご購入については、最寄りの特約店へお問い合わせください。
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CPU書き換えモードのデバッグに関して：
 M16C/6NグループM16C/6N4, 5のCPU書き換えモードデバッグにおいて、ブロック0領域
(FF000h～FFFFFh番地)は、FLASH書き換えをしないでください。書き換えた場合、エミュレ
ータが制御できなくなります。

 エミュレータデバッガのInitダイアログMCUタブ内でDebug the program using CPU Rewrite Mode
をチェックした場合、以下の機能が使用できません。
①内部ROM領域へのソフトウェアブレークポイント設定
②内部ROM領域へのCOME実行

 書き換え制御プログラム領域(CPU書き換えモードの設定から解除まで)の範囲内では、以下の
機能を使用しないでください。使用した場合、CPU書き換えモードに移行できない、ROMの
内容を正常に読み出せないなどの現象が発生する場合があります。
①シングルステップ
②ソフトウェアブレークポイント設定
③ハードウェアブレークポイント設定

 CPU書き換え実行後のデータは、書き換え制御プログラム領域以外でプログラムを停止させ、
ダンプウィンドウなどで参照してください。
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第 2章　準 備

　この章では、本製品の包装内容やシステム構成及び初めて本製品をご使用になる場合の準備について説明
しています。
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2.1　包装内容
　本製品は、以下の基板及び部品によって構成されます。開封されたときにすべて揃っているかを確認して
ください。

表2.1　包装内容一覧
形 名 説 明 数 量

M306N4T–EPB エミュレーションプローブ 1
M30800T–PTC (装着済み) 100ピン0.65mmピッチLCC対応変換基板 1
IC61–1004–051 山一電機製100ピン0.65mmピッチLCCソケット 1
OSC–3 (16MHz) 発振回路基板 1
OSC–2 発振回路基板ベアボード 1
抵抗アレイ ポートP0～P5プルアップ用抵抗アレイ(51kΩ) 6
ハードウェアツールユーザ登録FAX用紙 ユーザ登録用紙(和文／英文) 各1
M306N4T–EPB取り扱い説明書 和文取り扱い説明書(本書) 1
M306N4T–EPB User's Manual 英文取り扱い説明書 1
※M306N4T–EPBの包装箱とクッション材は、故障時の修理やその他の輸送用として保管してください。
　また、輸送される場合は、精密機器扱いで輸送してください。やむをえず他の手段で輸送する場合は、
　精密機器として厳重に包装してください。
※もし不足や不良がありましたら、お手数ですがご購入いただいた担当の特約店へご連絡ください。
※包装製品についてお気付きの点がございましたら、最寄りの三菱電機株式会社、特約店、直扱店へ
　お問い合わせください。
※IC61–1004–051のご購入及び技術的なご質問については、山一電機株式会社へお問い合わせください。

2.2　その他開発に必要な製品
　M16C/6NグループM16C/6N4, 5のプログラムを開発するためには、本製品の他に以下のツール製品が必要
となります。これらは別途ご用意ください。

表2.2　他のツール製品一覧
内 容 形 名 備 考

エミュレータ本体 PC7501 必 要
エミュレータデバッガ M3T–PD30F 必 要

M3T–100LCC–DMS
＋

M3T–DIRECT100S
M3T–100LCC–DMS

＋
M3T–DUMMY100S

ピ
ッ
チ
変
換
基
板

100ピン0.65mmピッチQFP
(100P6S–A)

M3T–100LCC–DMS
＋

M3T–FLX–100NRB

ターゲットシステムのフットパターンに
応じた製品が必要

※これらツール製品のご購入については、最寄りの特約店へお問い合わせください。
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2.3　各部の名称
2.3.1　システム全体図
　図2.1に、本製品を使用したPC7501システムの全体図を示します。

図2.1　システム全体図

①エミュレーションプローブM306N4T–EP
　M16C/60シリーズ用PC7501インタフェー
　により構成されます。エバリュエーショ
　います。

②ターゲットシステム接続用ピッチ変換基
　ターゲットシステム上の100ピン0.65mm
　基板です。ターゲットシステムへの接続
　ジ)」を参照してください。

ホストマシン

①エミュレーションプローブ
M306N4T–EPB
ホストマシンインタフェース
(LPT, USB, LANのいずれか)
( 21 / 64 )

B
ス基板PCA7501EPBA及びM16C/6N4用MCU基板M
ンMCUが実装されているM306N4T–EPBMの単体販

板M30800T–PTC
ピッチLCCソケットIC61–1004–051へ接続するため
についての詳細は、「3.6　ターゲットシステムと

エミュレータ本体
PC7501

②ピッチ変換基板
M30800T–PTC
ターゲット
システム
306N4T–EPBM
売も用意して

のピッチ変換
の接続(34ペー
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2.3.2　PC7501上面パネル LEDの名称と機能
　図2.2に、PC7501上面パネルLEDの名称を示します。

図2.2　PC7501上面パネルLEDの名称

(1)システムステータスLED
　システムステータスLEDは、PC7501の電源及びフ
システムステータスLEDの表示内容を示します。

表2.3　システムステータスLEDの表示内容
名 称 状 態

点 灯 PC7501システムの電源がONPOWER
消 灯 PC7501システムの電源がOF
点 灯 PC7501システムが正常である
点 滅 ①セルフチェック中であるこ

②ダウンロードしたファーム
③ERROR LEDが点滅又は点
　不良によりセルフチェック

SAFE

消 灯 PC7501システムが異常(シス
点 灯 PC7501システムが異常(シス
点 滅 ①ファームウェアのダウンロ

②SAFE LEDと同時又は交互
　よりセルフチェックが不可

ERROR

消 灯 PC7501システムが正常である

システムステータス
LED

ターゲットステー
LED
 / 64 )

ァームウェアの動作状態などを表示します。表2.3に、

表示内容
の状態であることを示します。
Fの状態であることを示します。
ことを示します。
とを示します。
ウェアを書き込み中であることを示します。
灯時に点滅する場合、ターゲットシステムの動作
が不可能な状態であることを示します。
テムステータスエラー)であることを示します。
テムステータスエラー)であることを示します。
ード中であることを示します。
に点滅する場合、ターゲットシステムの動作不良に
能な状態にあることを示します。
ことを示します。

タス
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(2)ターゲットステータスLED
　ターゲットステータスLEDは、ターゲットMCUの動作状態及びターゲットシステムの電源状態などを表
示します。表2.4に、ターゲットステータスLEDの表示内容を示します。

表2.4　ターゲットステータスLEDの表示内容
名 称 状 態 表示内容

点 灯 ターゲットシステムに電源が供給されていることを示します。POWER
消 灯 ターゲットシステムに電源が供給されていないことを示します。
点 灯 ターゲットMCUのクロックが発振していることを示します。CLOCK
消 灯 ターゲットMCUのクロックが発振していないことを示します。
点 灯 ターゲットMCUがリセット中であることを示します。RESET
消 灯 ターゲットMCUがリセット解除の状態であることを示します。
点 灯 ユーザプログラムが実行中であることを示します。RUN
消 灯 ユーザプログラムが停止していることを示します。
点 灯 00000h番地がリードされたことを示します。WARNING
消 灯 00000h番地がリードされていないことを示します。

メモリ拡張及びマイクロプロセッサモードでのご使用に関して：
 メモリ拡張及びマイクロプロセッサモードで使用される場合は、起動時必ずRDY*端子、
HOLD*端子がアクティブにならないよう端子処理してください。正常に起動できません。

ターゲットステータスPOWER LEDに関して：
 MCUに電源端子(Vcc)が複数本ある場合、全ての電源端子に電源が供給されていなければLED
は点灯しません。

ターゲットステータスCLOCK LEDに関して：
 LEDが点灯していない場合、以下について確認してください。
①PC7501電源投入後(エミュレータデバッガの起動前)
　PC7501内部の発振回路基板が正しく装着され、正常に発振しているかを確認してくだ
　さい。
②エミュレータデバッガ起動後(Initダイアログ設定後)
　Initダイアログにて選択した発振回路が正常に発振しているかを確認してください。

00000h番地へのアクセスに関して：
 M16C/60シリーズのMCUは、マスカブル割り込みの要求が発生した場合、その情報(割り込み
番号と割り込み要求レベル)が格納されている00000h番地をリードし、これによって割り込み
要求ビットをクリアする仕様となっています。したがって、(意図的でなくても) 00000h番地を
リードすると、許可されている中で最も優先度の高い割り込み要因の要求ビットがクリアさ
れ、『割り込み要求が発生しても割り込み処理が行われない』という誤動作が発生します。
本製品は、割り込み処理以外で00000h番地がリードされたことを検出し、エミュレータ本体上
面のWARNING LED (黄色)を点灯させます。このLEDが点灯した場合は、ユーザプログラム中
に00000h番地への不正アクセスがないかを確認してください。
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2.4　初めてご使用になる場合
2.4.1　ファームウェアのダウンロード
　本製品を新規にご購入された場合は、ファームウェアのダウンロードを行う必要があります。図2.3に、
ファームウェアのダウンロード手順を示します。
　ファームウェアのダウンロードを開始する前準備として、エミュレータデバッガM3T–PD30Fがホストマ
シンへインストールされていること及びPC7501がホストマシンと接続されていることを確認してください。
詳細については、M3T–PD30Fユーザーズマニュアル及びPC7501ユーザーズマニュアルを参照してください。

本製品に添付されている発振回路基板
OSC–3 (16MHz)をPC7501に装着 3.1　供給クロックの選択(26ページ)を参照

↓

PC7501と本製品の接続 3.5　PC7501との接続(33ページ)を参照

↓
電源投入後2秒以内にPC7501の

システムリセットスイッチを押し、
メンテナンスモードに入ったことを確認

4.2　ファームウェアのダウンロード(42ページ)
を参照

↓

M3T–PD30Fを起動して
ファームウェアをダウンロード

↓

M3T–PD30Fを終了し、
PC7501の電源を遮断

図2.3　ファームウェアのダウンロード手順

2.4.2　セルフチェック
　ご購入いただいたエミュレーションプローブが正常に動作することを確認いただくため、ファームウェア
をダウンロードした後に引き続きセルフチェックを行ってください。図2.4に、セルフチェック手順を示し
ます。

電源投入後2秒以内にPC7501の
システムリセットスイッチを押し、
メンテナンスモードに入ったことを確認

↓

もう一度PC7501のシステムリセット
スイッチを押してセルフチェックを開始

4.3　セルフチェック(43ページ)を参照

↓

約30秒後にセルフチェックの正常終了を
確認し、PC7501の電源を遮断

図2.4　セルフチェック手順
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第 3章　セットアップ

　この章では、スイッチの設定方法、ホストマシンやターゲットシステムとの接続方法を説明しています。
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3.1　供給クロックの選択
3.1.1　供給可能なクロックの種類
　エバリュエーションMCUへ供給するクロックは、エミュレータデバッガのInitダイアログEmulatorタブ内
で選択できます。表3.1に、供給可能なクロックの種類と初期設定を示します。

表3.1　供給可能なクロックの種類と初期設定

クロック
エミュレータ
デバッガの表示

内 容 初期設定

Internal 内部発振回路基板(OSC–3又はOSC–2) ○
External ターゲットシステム上の発振回路 －

Main (XIN–XOUT)

Generate 内部生成発振回路(1.0～16.0MHz) －
Internal 内部発振回路(32.768kHz) －Sub (XCIN–XCOUT)
External ターゲットシステム上の発振回路 ○

3.1.2　内部発振回路基板の使用
(1)発振回路基板の種類
　PC7501は、出荷時に発振回路基板OSC–3 (30MHz)が装着されています。また本製品は、発振回路基板
OSC–3 (16MHz)及び発振回路基板ベアボードOSC–2を添付しています。メインクロックとしてPC7501内部発
振回路基板を使用する場合、発振回路基板を交換後にエミュレータデバッガでInternalを選択することにより、
MCUへ供給するクロックを変更することができます。

(2)発振回路基板の交換手順
①PC7501の両側面ネジ(4箇所)を外して、上カバーを取り外してください(図3.1参照)。

　図3.1　上カバーの取り外し
/ 64 )
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②発振回路基板を交換してください(図3.2参照)。

発振回路基板

PC7501内部発振回路基板は右下隅にあります。

ネジを外す

発振回路基板のネジを取り外してください。

真上に外す

発振回路基板を真上に取り外してください。

差し込む

交換する発振回路基板を、コネクタに差し込んでください。

ネジで固定する

発振回路基板のネジで固定してください。

　図3.2　発振回路基板の交換手順
③上カバーを元通り取り付け、PC7501の両側面ネジで固定してください。

発振回路基板の交換に関して：
 上カバーの取り外しや発振回路基板の交換は、必ず電源を切った状態で行ってください。内部
回路を破壊する恐れがあります。
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(3)発振回路基板ベアボードの使用
　特定の発振子などご希望の周波数で使用される場合は、発振回路基板ベアボードOSC–2上に発振回路を構
成してください。図3.3に、発振回路基板ベアボードOSC–2の外形とコネクタピン配置を示します。また図
3.4に、発振回路基板ベアボードOSC–2の回路図を示します。発振回路の諸定数は、発振子メーカーの推奨
回路定数を使用してください。

図3.3　発振回路基板ベアボードOSC–2の外形とコネクタピン配置

図3.4　発振回路基板ベアボードOSC–2の回路図

J1-4：ＧＮＤ

J1-3：発振出力

J1-2：ＧＮＤ

J1-1：ＶＣＣ

IC1

R1

C2 C1

X1 ,X2

CLK

Vcc

GND

R2

J1-3
1011 89

21

43

65

1213

IC1:アンバッファタイプのインバータ
X1:5.08mmピッチの2ピン発振子
X2:2.54mmピッチの2ピン発振子
X3:2.54mmピッチの3ピン発振子

C3

IC1

J1-1

J1-2

J1-4
GND

IC1

* *

X3*

* .
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3.1.3　ターゲットシステム上発振回路の使用
　ターゲットシステム上の発振回路を使用する場合は、図3.5で示すようにエバリュエーションMCUの動作
範囲内でデューティ50％の発振出力をXIN端子へ入力してください。このとき、XOUT端子は開放としてくだ
さい。エミュレータデバッガでExternalを選択することにより、MCUへ供給するクロックを変更することが
できます。

図3.5　ターゲットシステ

　図3.6に示すようなXIN

システムの間にピッチ変

図3.6　エミュレータでは

エバリュエー

XIN

発振
発振出力

エバリュエ

XIN
ム上発振回路の使用

–XOUT間に発振子を接続した発振回路では、エバリュエーションMCUとターゲット
換基板が存在するため、発振できません。XCIN–XCOUT間についても同様です。

ションMCU

XOUT

開放

回路
( 29 / 64 )

使用できない発振回路

ーションMCU

XOUT
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3.1.4　内部生成発振回路の使用
　エミュレータデバッガで指定した任意の周波数をPC7501内部の専用回路で生成し、メインクロックとし
て供給することができます。PC7501内部の発振回路基板やターゲットシステム上の発振回路には依存しま
せん。ターゲットレスでのデバッグや、一時的に周波数を変更したい場合など、発振子を入手する前に動作
を確認することができます。メインクロックとしてPC7501内部生成発振回路を使用する場合、エミュレー
タデバッガでGenerateを選択して周波数を指定することにより、MCUへ供給するクロックを変更することが
できます。
　PC7501の仕様は、1.0～99.9MHzまで0.1MHz単位で周波数を指定できますが、MCUのXIN最大入力周波数
を超えない値を指定してください。

内部生成発振回路の使用に関して：
 内部生成発振回路は、デバッグ用として一時的な使用を想定して用意しています。周波数の温
度特性などは保証できません。

3.2　スイッチ設定
　使用される電源に応じて、ジャンパスイッチJP1を設定してください。図3.7に、JP1の位置を示します。ま
た表3.2に、JP1の設定方法を示します。

図3.7　JP1の位置

表3.2　JP1の設定方法
スイッチ番号 設 定

JP1
VCC1=2 VCC1>2

(出荷時の設定)

4.2[V]≦Vcc

M306N4T- EPBM部品面

6N4
 / 64 )

使用電圧

≦5.5[V]で使用される場合

JP1
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3.3　A–D変換用バイパスコンデンサ
　本製品は、A–D変換用バイパスコンデンサをMCUの直近に取り付け可能とするため、M306N4T–EPBM基
板上にフットパターンを用意しています。必要に応じて適切な値のバイパスコンデンサを実装してください。
図3.8に、A–D変換用バイパスコンデンサの取り付け位置と本製品の構造を示します。

図3.8　A–D変換用バイパスコンデンサの取り付け位置と本製品の構造

A–D変換機能に関して：
 A–D変換器は、エバリュエーションMCUとターゲットシステムの間にピッチ変換基板などが
存在するため、実際のMCUとは結果が異なります。A–D変換器の最終評価は、実際のMCUに
て実装評価してください。

M306N4T- EPBM部品面

VREF- AVSS間バイパスコンデンサ

AVSS VREF

C2

AVCC- AVSS間バイパスコンデンサ

AVCCAVSS

C1

6N4
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3.4　エミュレーションポートのプルアップ
　本製品は、入出力ポートの一部(ポートP0～P5、P10)をエミュレーションしています。このうち、ポート
P0～P5については、プルアップ制御レジスタの設定が反映されません。必要に応じて添付の抵抗アレイ(51k
Ω)を装着してご使用ください。図3.9に、プルアップ抵抗アレイの装着位置を示します。

図3.9　プルアップ抵抗アレイの装着位置

表3.3　ポート番号とプルアップ抵抗部品番号の対応
ポート番号 抵抗部品番号
P00～P07 RM1 (51kΩプルアップ)
P10～P17 RM2 (51kΩプルアップ)
P20～P27 RM3 (51kΩプルアップ)
P30～P37 RM4 (51kΩプルアップ)
P40～P47 RM5 (51kΩプルアップ)
P50～P57 RM6 (51kΩプルアップ)

M306N4T- EPBM部品面

↑
プルアップ抵抗アレイ
の装着位置

6N4
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3.5　PC7501との接続
　図3.10に、PC7501とエミュレーションプローブの接続方法を示します。

図3.10　PC7501とエミュレーションプローブの接続方法

PC7501との接続に関して：
 PC7501とエミュレーションプローブを接続するときは、エミュレーションプローブの両端を
持ってまっすぐに装着してください。

 エミュレーションプローブの接続は、必ず電源を切った状態で行ってください。内部回路を破
壊する恐れがあります。

M3T- FLX160- EPB

M306N4T- EPB
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3.6　ターゲットシステムとの接続
　図3.11に、本製品とターゲットシステムの接続形態を示します。

図3.11　本製品とターゲットシステムの接続形態

ターゲットシステムとの接続に関して：
 変換基板の逆差しは、エミュレータやターゲットシステムに致命的な破壊を引き起こしますの
で十分注意してください。

エミュレーションプローブ

100ピン
0.65mmピッチ

M30800T- PTC
(付属)

M3T- 100LCC- DMS
(別売)

M3T- FLX100- T
(別売)

M3T- FLX100- R
(別売)

●は1番ピンの位置を示します。
※1 この3部品で1製品です。

※1

LCCソケット
100ピンLCC
(付属)

M3T- DIRECT100S
100ピンQFP
(別売)

M3T- DUMMY100S
100ピンQFP
(別売)

M3T- FLX- 100NRB
100ピンQFP
(別売)
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3.6.1　100ピン LCCソケットへの接続
　ターゲットシステム上に用意された100ピンLCCソケット(山一電機製 IC61–1004–051)に、M30800T–PTC
(付属)を使用して接続する場合の手順を示します。

①M306N4T–EPBのJ4側にM30800T–PTCのCN2側を接続してください。
②100ピンLCCソケットにM30800T–PTCを接続してください。

図3.12　100ピンLCCソケットへの接続

ターゲットシステムとの接続に関して：
 変換基板の逆差しは、エミュレータやタ
で十分注意してください。

 M30800T–PTCに使用しているコネクタの

 IC61–1004–051のご購入及び技術的なご質
ださい。
M3T- FLX160- EPB
 / 64 )

ーゲットシステムに致命的な破壊を引き起こしますの

挿抜保証回数は50回です。

問については、山一電機株式会社へお問い合わせく

100ピンLCCソケット

M306N4T- EPB

CN2側
①

1番ピンの位置

②

M30800T- PTC

ユーザターゲット
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3.6.2　100ピン 0.65mmピッチフットパターンへの接続(1)
　ターゲットシステム上の100ピン0.65mmピッチフットパターンに、M3T–DIRECT100S (別売)を使用して接
続する場合の手順を示します。M3T–100LCC–DMS (別売)及びM3T–DIRECT100S (別売)の詳細については、
それぞれの取り扱い説明書を参照してください。

①ターゲットシステムにM3T–DIRECT100Sを実装してください。
②M3T–DIRECT100SにM3T–100LCC–DMSを接続してください。
③M306N4T–EPBのJ4側にM30800T–PTCのCN2側を接続してください。
④M3T–100LCC–DMSにM30800T–PTCを接続してください。

図3.13　100ピン0.65mmピッチフットパターンへの接

ターゲットシステムとの接続に関して：
 変換基板の逆差しは、エミュレータやタ
で十分注意してください。

 M30800T–PTCに使用しているコネクタの

 M3T–100LCC–DMS及びM3T–DIRECT100
す。
M3T- FLX160- EPB
 / 64 )

続(1)

ーゲットシステムに致命的な破壊を引き起こしますの

挿抜保証回数は50回です。

Sに使用しているコネクタの挿抜保証回数は20回で

M3T- 100LCC- DMS(別売)

M306N4T- EPB

CN2側
③

④

M30800T- PTC

②

①

100ピン0.65mmピッチ
(100P6S)フットパターン

1番ピンの位置

ユーザターゲット

M3T- DIRECT100S(別売)
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3.6.3　100ピン 0.65mmピッチフットパターンへの接続(2)
　ターゲットシステム上の100ピン0.65mmピッチフットパターンに、M3T–DUMMY100S (別売)を使用して
接続する場合の手順を示します。M3T–100LCC–DMS (別売)及びM3T–DUMMY100S (別売)の詳細については、
それぞれの取り扱い説明書を参照してください。

①ターゲットシステムにM3T–DUMMY100Sを接続してください。
②M3T–DUMMY100SにM3T–100LCC–DMSを接続してください。
③M306N4T–EPBのJ4側にM30800T–PTCのCN2側を接続してください。
④M3T–100LCC–DMSにM30800T–PTCを接続してください。

図3.14　100ピン0.65mmピッチフットパターンへの接続(2)

ターゲットシステムとの接続に関して：
 変換基板の逆差しは、エミュレータやターゲットシステムに致命的な破壊を引き起こしますの
で十分注意してください。

 M30800T–PTCに使用しているコネクタの挿抜保証回数は50回です。

 M3T–100LCC–DMS及びM3T–DUMMY100Sに使用しているコネクタの挿抜保証回数は20回で
す。

M3T- 100LCC- DMS(別売)

M3T- FLX160- EPB

M306N4T- EPB

CN2側
③

④

M30800T- PTC

②

FLASH版MCU等

実装評価時

M3T- DUMMY100S
(別売)

①

100ピン0.65mmピッチ
(100P6S)フットパターン

1番ピンの位置

ユーザターゲット
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3.6.4　100ピン 0.65mmピッチフットパターンへの接続(3)
　ターゲットシステム上の100ピン0.65mmピッチフットパターンに、M3T–FLX–100NRB (別売)を使用して接
続する場合の手順を示します。M3T–100LCC–DMS (別売)及びM3T–FLX–100NRB (別売)の詳細については、
それぞれの取り扱い説明書を参照してください。

①ターゲットシステムにM3T–FLX–100NRBを接続してください。
②M3T–FLX–100NRBにM3T–100LCC–DMSを接続してください。
③M306N4T–EPBのJ4側にM30800T–PTCのCN2側を接続してください
④M3T–100LCC–DMSにM30800T–PTCを接続してください。

図3.15　100ピン0.65mmピッチフットパターンへの接

ターゲットシステムとの接続に関して：
 変換基板の逆差しは、エミュレータやタ
で十分注意してください。

 M30800T–PTCに使用しているコネクタの

 M3T–100LCC–DMS及びM3T–FLX–100NR
す。

*

③

④

②

①

＊：この4部品は1製品です

角が丸くなっていない
M3T- FLX160- EPB
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続(3)

ーゲットシステムに致命的な破壊を引き起こしますの

挿抜保証回数は50回です。

Bに使用しているコネクタの挿抜保証回数は20回で

M3T- 100LCC- DMS(別売)

M306N4T- EPB

CN2側

M30800T- PTC

100ピン0.65mmピッチ
(100P6S)フットパターン

1番ピンの位置

ユーザターゲット

M3T- FLX- 100NRB(別売)

FLASH版MCU等

実装評価時YQSOCKET100RBF

YQPACK100RB

NQPACK100RB

HQPACK100RB
(別売)

テキストボックス
HQPACK100RBはご使用いただけません。HQPACK100RB168を
ご使用ください。
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第 4章　使用方法

　この章では、本製品の電源投入からエミュレータデバッガ起動までを説明しています。

ページ
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4.1　電源の投入
4.1.1　システムの接続確認
　ホストマシンとの通信インタフェースケーブル、PC7501、エミュレーションプローブとターゲットシス
テムの接続をもう一度確認してください。

4.1.2　電源の ON／OFF
 電源をONする場合は、エミュレータとターゲットシステムの電源を可能な限り同時にONしてください。
 電源をOFFする場合は、エミュレータとターゲットシステムの電源を可能な限り同時にOFFしてください。
 エミュレータ又はターゲットシステムの電源を片方のみONしないでください。リーク電流により内部回
路が破壊される恐れがあります。
 電源をOFFした後は、10秒程待ってから電源をONしてください。

4.1.3　ターゲットシステムへの電源供給
 本製品は、Vcc端子をターゲットシステムの電圧を監視するために接続しています。エミュレータからタ
ーゲットシステムへの電源供給はできませんので、ターゲットシステムには別途電源を供給してください。
 ターゲットシステムの電源電圧は、以下の範囲内で使用してください。
4.2[V]≦Vcc≦5.5[V]
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4.1.4　エミュレータ正常起動時の LED表示
　図4.1に、エミュレータシステムが正常に起動した場合のPC7501上面パネルのステータスLED表示を示し
ます。エミュレータシステム起動時に確認してください。

図4.1　電源投入時のPC7501のLED表示

メモリ拡張及びマイクロプロセッサモードでのご使用に関して：
 メモリ拡張及びマイクロプロセッサモードで使用される場合は、起動時必ずRDY*端子、
HOLD*端子がアクティブにならないよう端子処理してください。正常に起動できません。

ターゲットステータスPOWER LEDに関して：
 MCUに電源端子(Vcc)が複数本ある場合、全ての電源端子に電源が供給されていなければLED
は点灯しません。

ターゲットステータスCLOCK LEDに関して：
 LEDが点灯していない場合、以下について確認してください。
①PC7501電源投入後(エミュレータデバッガの起動前)
　PC7501内部の発振回路基板が正しく装着され、正常に発振しているかを確認してくだ
　さい。
②エミュレータデバッガ起動後(Initダイアログ設定後)
　Initダイアログにて選択した発振回路が正常に発振しているかを確認してください。

：点灯
：消灯
：点滅

POWER
CLOCK
RESET
RUN
WARNING

POWER
SAFE

ERROR

SYSTEM
STATUS

TARGET
STATUS

正常起動時のLED表示

●点灯していない場合はターゲットシステムの
　電源電圧をご確認ください。
●すべての電源端子に電源が供給されているかを
　ご確認ください。
●ターゲットシステム未接続時は点灯しません。
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4.2　ファームウェアのダウンロード
4.2.1　ファームウェアのダウンロードが必要な場合
　ファームウェアは以下の場合にダウンロードが必要となります。通常、エミュレータデバッガ起動時に下
記事象を自動的に検出して、ファームウェアのダウンロードを実行します。

 本製品を初めてご使用になる場合
 エミュレータデバッガやファームウェアがバージョンアップされた場合
 他のエミュレーションプローブと組み合わせて使用していたPC7501を、本製品と組み合わせてご使用に
なる場合

　本製品を初めてご使用になる場合と、予期しない状況で電源が切れるなど、ファームウェアのダウンロー
ドに失敗した場合は、メンテナンスモードでファームウェアをダウンロードしてください。

4.2.2　メンテナンスモードでのファームウェアダウンロード
　以下の手順により、エミュレータ本体をメンテナンスモードと呼ぶ特殊なモードで起動してからファーム
ウェアをダウンロードしてください。図4.2に、ファームウェアダウンロード中のLED表示を示します。
　ファームウェアのダウンロードは、ターゲットシステム未接続の状態で行ってください。

①PC7501後面パネルのインタフェース選択スイッチをLPT側に切り換え、LPTパラレルインタフェース
　ケーブルをPC7501とホストマシンに接続します。
②エミュレータの電源投入後、2秒以内にPC7501前面パネルのシステムリセットを押し、メンテナンスモー
　ドに切り替えます。メンテナンスモードへ切り替わると、SYSTEM STATUS LEDのSAFEが点滅します。
③エミュレータデバッガを起動させます。Initダイアログ設定終了後、ファームウェアのダウンロードを
　促すダイアログが表示されますので、メッセージに従ってダウンロードしてください。ダウンロードの
　所要時間は約60秒です。

図4.2　ファームウェアダウンロード中のLED表示

ファームウェアのダウンロードに関して：
 ファームウェアのダウンロード中に電源
常に起動できなくなります。予期しない
ァームウェアを再度ダウンロードしてく
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を切らないでください。途中で電源が切れた場合、正
状況で電源が切れた場合は、メンテナンスモードでフ
ださい。
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4.3　セルフチェック
4.3.1　セルフチェックの手順
　PC7501のセルフチェック機能を使用する場合は、下記に示す手順に沿って実行してください。図4.3に、
セルフチェック時のLED表示を示します。

①ターゲットシステムが接続されている場合は、ターゲットシステムを外してください。
②電源投入後2秒以内にPC7501前面パネルのシステムリセットスイッチを押し、メンテナンス用の特殊モー
　ドに切り替えます。
③SAFE LEDが点滅開始するのを確認後、もう一度システムリセットスイッチを押してください。
④セルフチェックを開始します。約30秒で正常終了表示されれば、セルフチェック終了です。

図4.3　セルフチェック時のLED表示
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4.3.2　セルフチェックエラーになった場合
　セルフチェックによりエラーとなった場合(図4.3のERROR1～4)は、以下の内容を確認してください。

●エミュレーションプローブとPC7501の接続を再度確認してください。
●正しいファームウェアを再度ダウンロードしてください。

セルフチェックに関して：
 セルフチェックが正常に終了しない場合(ターゲットステータスエラーを除く)は、製品が故障
している可能性がありますので販売担当者までご相談ください。
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第 5章　仕 様

　この章では、本製品の仕様について説明しています。

ページ
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5.4.1　エミュレーションプローブ全体寸法図........................................................................................................... 54
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5.1　仕 様
　表5.1に、M306N4T–EPBの仕様を示します。

表5.1　M306N4T–EPBの仕様
項 目 内 容

対応エミュレータ本体 PC7501
エミュレーション可能MCU M16C/6NグループM16C/6N4

M16C/6NグループM16C/6N5
エバリュエーションMCU M30627FHPGP, M306N4FGTKP(エミュレータ専用カスタムパッケージ)

　ROM容量：384KB＋4KB
　RAM容量：31KB

対応MCUモード シングルチップモード
メモリ拡張モード(NORMAL)
マイクロプロセッサモード(NORMAL)

エミュレーションメモリ ①MCU内部フラッシュROM：384KB＋4KB
　0F000h～0FFFFh, A0000h～FFFFFh、最大動作周波数20MHz 0ウェイト
②MCU内部RAM：31KB
　00400h～07FFFh、最大動作周波数 20MHz 0ウェイト
③CS3*～CS0*領域
　4KB単位で割り付け可能、最大動作周波数 10MHz 0ウェイト

最大動作周波数 電源電圧 4.2～5.5V時：20MHz (PLL使用時)
クロック供給源 XIN–XOUT (1～16MHz)用

　内部発振回路基板, 外部発振入力, 内部発振生成回路切り替え可能
XCIN–XCOUT (32.768kHz)用
　内部発振回路, 外部発振入力切り替え可能

対応電源電圧 4.2～5.5[V]
動作周囲温度 5～35℃(結露なきこと)
保管時温度範囲 –10～60℃(結露なきこと)
電源の供給 エミュレータ本体のDC電源から供給

100ピンLCCソケット ①M30800T–PTC (付属)
　＋IC61–1004–051 (付属)

ターゲットシステムとの接続
(詳細は3.6項を参照)

100ピン0.65mmピッチQFP
(100P6S–A)

①M30800T–PTC (付属)
　＋M3T–100LCC–DMS (別売)
　＋M3T– DIRECT100S (別売)
②M30800T–PTC (付属)
　＋M3T–100LCC–DMS (別売)
　＋M3T–DUMMY100S (別売)
③M30800T–PTC (付属)
　＋M3T–100LCC–DMS (別売)
　＋M3T–FLX–100NRB (別売)
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Vcc＝5V

5.2　メモリ拡張モード及びマイクロプロセッサモード動作タイミング(5V時)
(1)セパレートバスタイミング
　表5.2及び図5.1に、メモリ拡張モード及びマイクロプロセッサモード(3ウェイト設定、外部領域をアクセ
スした場合)のバスタイミングを示します。

表5.2　メモリ拡張及びマイクロプロセッサモード(3ウェイト設定、外部領域をアクセスした場合)
実MCU[ns] 本製品[ns]

記 号 項 目
最 小 最 大 最 小 最 大

td(BCLK-AD) アドレス出力遅延時間 25 ←同左
th(BCLK-AD) アドレス出力保持時間(BCLK基準) 4 ←同左
th(RD-AD) アドレス出力保持時間(RD基準) 0 ←同左
th(WR-AD) アドレス出力保持時間(WR基準) (注2) ←同左
td(BCLK-CS) チップセレクト出力遅延時間 25 ←同左
th(BCLK-CS) チップセレクト出力保持時間(BCLK基準) 4 ←同左
td(BCLK-ALE) ALE信号出力遅延時間 25 ←同左
th(BCLK-ALE) ALE信号出力保持時間 –4 ←同左
td(BCLK-RD) RD信号出力遅延時間 25 ←同左
th(BCLK-RD) RD信号出力保持時間 0 ←同左
td(BCLK-WR) WR信号出力遅延時間 25 ←同左
th(BCLK-WR) WR信号出力保持時間 0 ←同左
td(BCLK-DB) データ出力遅延時間(BCLK基準) 40 ←同左
th(BCLK-DB) データ出力保持時間(BCLK基準) 4 ←同左
td(DB-WR) データ出力遅延時間(WR基準) (注1) ←同左
th(WR-DB) データ出力保持時間(WR基準) (注2) ←同左

注1. BCLKの周波数に応じて次の計算式で算出されます。

( ) 40
)(

105.0 9

−×−
BCLKf

n
　[ns]　nは3ウェイト設定の場合“3”

注2. BCLKの周波数に応じて次の計算式で算出されます。

)(
105.0 9

BCLKf
×

　[ns]
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Vcc＝5V

図5.1　メモリ拡張及びマイクロプロセッサモード(3ウ

読み出しタイミング

書き込みタイミング
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Vcc＝5V

(2)マルチプレクスバスタイミング
　表5.3及び図5.2に、メモリ拡張モード及びマイクロプロセッサモード(2ウェイト設定、外部領域をアクセ
スし、かつマルチプレクスバスを使用した場合)のバスタイミングを示します。

表5.3　メモリ拡張及びマイクロプロセッサモード
(2ウェイト設定、外部領域をアクセスし、かつマルチプレクスバスを使用した場合)

実MCU[ns] 本製品[ns]
記 号 項 目

最 小 最 大 最 小 最 大
td(BCLK-AD) アドレス出力遅延時間 25 ←同左
th(BCLK-AD) アドレス出力保持時間(BCLK基準) 4 ←同左
th(RD-AD) アドレス出力保持時間(RD基準) (注1) ←同左
th(WR-AD) アドレス出力保持時間(WR基準) (注1) ←同左
td(BCLK-CS) チップセレクト出力遅延時間 25 ←同左
th(BCLK-CS) チップセレクト出力保持時間(BCLK基準) 4 ←同左
th(RD-CS) チップセレクト出力保持時間(RD基準) (注1) ←同左
th(WR-CS) チップセレクト出力保持時間(WR基準) (注1) ←同左
td(BCLK-RD) RD信号出力遅延時間 25 ←同左
th(BCLK-RD) RD信号出力保持時間 0 ←同左
td(BCLK-WR) WR信号出力遅延時間 25 ←同左
th(BCLK-WR) WR信号出力保持時間 0 ←同左
td(BCLK-DB) データ出力遅延時間(BCLK基準) 40 ←同左
th(BCLK-DB) データ出力保持時間(BCLK基準) 4 ←同左
td(DB-WR) データ出力遅延時間(WR基準) (注2) ←同左
th(WR-DB) データ出力保持時間(WR基準) (注1) ←同左
td(BCLK-ALE) ALE出力遅延時間(BCLK基準) 25 ←同左
th(BCLK-ALE) ALE出力保持時間(BCLK基準) –4 ←同左
td(AD-ALE) ALE出力遅延時間(アドレス基準) (注3) ←同左
th(ALE-AD) ALE出力保持時間(アドレス基準) 30 ←同左
td(AD-RD) アドレス後RD信号出力遅延時間 0 ←同左
td(AD-WR) アドレス後WR信号出力遅延時間 0 ←同左
tdz(RD-AD) アドレス出力フローティング開始時間 8 ←同左

注1. BCLKの周波数に応じて次の計算式で算出されます。

)(
105.0 9

BCLKf
×

　[ns]

注2. BCLKの周波数に応じて次の計算式で算出されます。

( ) 40
)(

105.0 9

−×−
BCLKf

n
　[ns]　nは2ウェイト設定の場合“2”

注3. BCLKの周波数に応じて次の計算式で算出されます。

25
)(

105.0 9

−×
BCLKf

　[ns]
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Vcc＝5V

図5.2　メモリ拡張及びマイクロプロセッサモード
(2ウェイト設定、外部領域をアクセスし、かつマルチプレクスバスを使用した場合)

読み出しタイミング

書き込みタイミング
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Vcc＝5V
(3)タイミング必要条件
　表5.4及び図5.3に、メモリ拡張モード及びマイクロプロセッサモード時のタイミング必要条件を示します。

表5.4　タイミング必要条件
実MCU[ns] 本製品[ns]

記 号 項 目
最 小 最 大 最 小 最 大

tsu(DB-RD) データ入力セットアップ時間 40 55
tsu(RDY-BCLK) RDY*入力セットアップ時間 30 45
tsu(HOLD-BCLK) HOLD*入力セットアップ時間 40 55
th(RD-DB) データ入力ホールド時間 0 ←同左
th(BCLK-RDY) RDY*入力ホールド時間 0 ←同左
th(BCLK-HOLD) HOLD*入力ホールド時間 0 ←同左
td(BCLK-HLDA) HLDA*出力遅延時間 40 ←同左

図5.3　タイミング必要条件

※本製品は、実際のMCUより0.5サイクル遅れてハイインピーダンスとなります。
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5.3　接続図
　図5.4に、M306N4T–EPBの接続図(一部)を示します。本接続図は、ターゲットシステムに接続する回路を
中心に記載しています。エミュレータ制御系など、直接ターゲットシステムに接続されない回路は省略して
います。図に表示していないMCUの信号は、エバリュエーションMCUとターゲットシステムを直接接続し
ています。また表5.5及び表5.6に、本製品で使用しているICの電気的特性を示します。本製品使用時の参考
にしてください。

図5.4　接続図
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表5.5　74HC4066の電気的特性
規格値

記 号 項 目 条 件
最 小 標 準 最 大

単 位

RON オン抵抗 Vcc＝4.5V － 96 200
ΔRON オン抵抗差 Vcc＝4.5V － 10 －

[Ω]

IOFF リーク電流(OFF時) Vcc＝12.0V － － ±1
IIZ リーク電流(ON, 出力OPEN時) Vcc＝12.0V － － ±1

[μA]

表5.6　Port Emulation FPGAの電気的特性
規格値

記 号 項 目 条 件
最 小 標 準 最 大

単 位

VIH Highレベル入力電圧 2.0 － 5.5
VIL Lowレベル入力電圧 –0.5 － 0.8

IOH＝–8mA DC,
Vcc＝4.75V 2.4 － －

VOH Highレベル出力電圧
IOH＝–8mA DC,
Vcc＝3.00V 2.4 － －

IOL＝8mA DC,
Vcc＝4.75V － － 0.45

VOL Lowレベル出力電圧
IOL＝8mA DC,
Vcc＝3.00V － － 0.45

[V]

IOZ リーク電流(トライステート時) Vo＝Vcc or GND –40 － 40 [μA]

CIN I/Oピンの入力キャパシタンス VIN＝0V,
f＝1.0MHz － － 8 [pF]
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5.4　寸法図
5.4.1　エミュレーションプローブ全体寸法図
　図5.5に、M306N4T–EPBとM30800T–PTCを接続した状態の寸法図(全体寸法図)を示します。

図5.5　エミュレーションプローブ全体寸法図
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5.4.2　変換基板(M30800T–PTC)寸法図
　図5.6に、100ピンLCC用変換基板M30800T–PTC(製品添付)の寸法図を示します。

図5.6　変換基板(M30800T–PTC)寸法図
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第 6章　トラブルシューティング

　この章では、本製品が正常に動作しない場合の対処方法を説明しています。

ページ
6.1　トラブル時の解決フロー....................................................................................................................................... 58
6.2　エミュレータデバッガが起動しない..................................................................................................................... 59
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6.1　トラブル時の解決フロー
　図6.1に、エミュレータシステムの電源投入から、エミュレータデバッガ起動までに問題が発生した場合
の、解決フローを示します。ターゲットシステムは外した状態で確認してください。また最新のFAQについ
ては、以下のホームページを参照してください。

［ホームページアドレス］http://www.tool-spt.maec.co.jp

図6.1　トラブル時の解決フロー

PC7501システムの電源投入

PC7501上面パネルの
LED表示

対策1：エミュレータシステムの接続を確認してください。
　　　　　→3.5　PC7501との接続を参照

対策2：ファームウェアを再度ダウンロードしてください。
　　　　　→4.2　ファームウェアのダウンロードを参照

対策3：PC7501システムを再起動してください。

エミュレータデバッガの
Initダイアログ表示

対策1：エミュレータデバッガの環境設定を確認してください。
　　　　　→ユーザーズマニュアルを参照

対策2：エミュレータデバッガを再インストールしてください。

エミュレータデバッガの
MCU Set t ingダイアログ表示

6.2(3)　エミュレータデバッガ起動時にMCU Set t ingダイアロ
グが表示されない(ターゲットシステム未接続時)を参照

エミュレータデバッガの
Programウィンドウ表示

6.2(4)　エミュレータデバッガを起動するとエラーが出る(ター
ゲットシステム接続時)を参照

エミュレータデバッガ起動完了

正常表示

正常表示

正常表示

正常表示

正常表示されない

正常表示されない／エラー表示

正常表示されない／エラー表示

エラー表示
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6.2　エミュレータデバッガが起動しない
(1)PC7501のLEDが正常表示されない

表6.1　PC7501のLED表示異常時の確認事項

エラー内容
ターゲット

システムの接続
確認内容

LEDが点灯しない － PC7501電源ケーブルの接続を再度確認してください。
→PC7501ユーザーズマニュアル参照

LEDが全点灯したまま － PC7501と本製品の接続を再度確認してください。
→3.5　PC7501との接続(33ページ)参照

STATUS OF TARGETの
POWER LEDが点灯しない

接 続 ターゲットシステムに電源(Vcc及びGND)が正しく供給
されているかを確認してください。

未接続 ①エミュレータデバッガのクロック選択でメイン／サブ
　ともEXT設定になっていないかを確認してください。
→エミュレータデバッガのCLKコマンド参照
②エミュレータ本体内部の発振回路基板が正しく取り付
　けられ、発振しているかを確認してください。
→3.1　供給クロックの選択(26ページ)参照

STATUS OF TARGETの
CLOCK LEDが点灯しない

接 続 ターゲットシステム上の発振回路が正しく発振している
かを確認してください。

STATUS OF TARGETの
RESET LEDが消灯しない

接 続 ターゲットシステムのリセット端子がプルアップされて
いるかを確認してください。
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(2)エミュレータデバッガ起動時にMCU Settingダイアログが表示されない(ターゲット接続時)

表6.2　エミュレータデバッガ起動時エラー確認事項(ターゲット接続時)
エラー内容 確認内容

通信エラーが発生しました。
ターゲットにデータが転送できません。

エミュレータデバッガの設定、インタフェースケーブルの
接続、PC7501の背面スイッチ設定がすべて一致しているかを
確認してください。
→PC7501及びエミュレータデバッガのユーザーズマニュアル
　参照

ターゲットシステムが正しく構成されて
いません。

①正しいファームウェアをダウンロードしてください。
　→4.2　ファームウェアのダウンロード(42ページ)参照
②PC7501と本製品との接続を再度確認してください。
　→3.5　PC7501との接続(33ページ)参照

M3T–PD30Fのバージョンとターゲットに
搭載しているファームウェアの
バージョンが対応していません。

正しいファームウェアをウンロードしてください。
　→4.2　ファームウェアのダウンロード(42ページ)参照

現在ターゲットMCUはリセット状態
です。

①ターゲットシステムのリセット端子がプルアップされて
　いるかを確認してください。
②ターゲットシステム上のリセット端子が“L”→“H”に
　変化しているかを確認してください。

現在ターゲットMCUはリセット不可状態
です。

①NMI*端子のレベルが“H”であることを確認してくだ
　さい。
②メモリ拡張モードやマイクロプロセッサモード時において
　RDY*端子やHOLD*端子が“H”レベルであることを確認
　してください。
③ターゲットシステム上でウォッチドック機能付きの
　リセット回路を使用している場合は、ウォッチドック機能
　を禁止してください。
④ターゲットシステム上に電源、GNDが正しく供給されて
　いるかを確認してください。

現在ターゲットはHOLD状態です。 ①メモリ拡張モードやマイクロプロセッサモード時において
　RDY*端子やHOLD*端子が“H”レベルであることを確認
　してください。
②MCUがストップモード又はウエイトモードになっていま
　す。MCUをリセットするか割り込みにより解除してくだ
　さい。
　→MCUの仕様書参照

現在ターゲットクロックが停止状態
です。

ターゲットシステム上の発振回路が正しく発振しているかを
確認してください。

現在ターゲットMCUは電源未供給状態
です。

ターゲットシステム上に電源、GNDが正しく供給されている
かを確認してください。
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(3)エミュレータデバッガを起動時にMCU Settingダイアログが表示されない(ターゲット未接続時)

表6.3　エミュレータデバッガ起動時エラー確認事項(ターゲット未接続時)
エラー内容 確認内容

通信エラーが発生しました。
ターゲットにデータが転送できません。

エミュレータデバッガの設定、インタフェースケーブルの
接続、PC7501の背面スイッチ設定がすべて一致しているかを
確認してください。
→PC7501及びエミュレータデバッガのユーザーズマニュアル
　参照

ターゲットシステムが正しく構成されて
いません。

①正しいファームウェアをウンロードしてください。
　→4.2　ファームウェアのダウンロード(42ページ)参照
②PC7501と本製品との接続を再度確認してください。
　→3.5　PC7501との接続(33ページ)参照

M3T–PD30Fのバージョンとターゲットに
搭載しているファームウェアの
バージョンが対応していません。

正しいファームウェアをウンロードしてください。
　→4.2　ファームウェアのダウンロード(42ページ)参照

現在ターゲットはHOLD状態です。 ①メモリ拡張モードやマイクロプロセッサモード時において
　RDY*端子やHOLD*端子が“H”レベルであることを確認
　してください。
②MCUがストップモード又はウエイトモードになっていま
　す。MCUをリセットするか割り込みにより解除してくだ
　さい。
　→MCUの仕様書参照

(4)エミュレータデバッガを起動させるとエラーが出る(ターゲット接続時)

表6.4　エミュレータデバッガ起動時エラー確認事項(ターゲット接続時)
エラー内容 確認内容

ターゲットMCUが暴走しました。 ①NMI*端子のレベルが“H”であることをを確認してくだ
　さい。
②メモリ拡張モードやマイクロプロセッサモード時において
　RDY*端子やHOLD*端子が“H”レベルであることを確認
　してください。
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第 7章　保守と保証

　この章では、本製品の保守方法と保証内容、修理規定と修理の依頼方法を説明しています。
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7.1　製品の保守
　製品にほこりや汚れが付着した場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。シンナーなどの溶剤を使用
した場合には、塗料が剥げたりしますので使用しないでください。

7.2　保証内容
　本製品は当社の製品検査に合格したものです。本書の「第1章　安全上の注意事項」を守った正常な使用
状態のもとで、購入後12カ月以内に故障した場合は、無償修理いたします(ただし、貸出品は除きます)。そ
の際は、購入された販売会社又は特約店の担当者へご連絡ください。

7.3　修理規定
　以下の項目に該当する場合は、修理ではなく、ユニット交換対応となる場合があります。

 機構部分の故障、破損。
 塗装、メッキ部分の傷、剥がれ、錆。
 樹脂部分の傷、割れなど。
 使用上の誤り、及び不当な修理、改造による故障、破損。
 電源ショートや過電圧、過電流のため電気回路が大きく破損した場合。
 プリント基板の割れ、パターン焼失箇所。
 修理箇所が広範囲にわたり、修理費用より交換の費用が安くなる場合。
 不良箇所が特定できない場合。

7.4　修理依頼方法
　エミュレーションプローブの故障と診断された場合には、以下の手順にて修理を依頼してください。
お客様：故障発生

添付の修理依頼書へ必要事項をご記入のうえ、修理依頼書と故障製品を販売会社又は特約店の担当者
まで送付してください。修理依頼書は、迅速な修理を行うためにも詳しくご記入願います。

販売会社・特約店：故障内容確認
故障内容を確認のうえ、修理依頼書と故障製品を以下の住所まで送付してください。
　〒532–0003　大阪府大阪市淀川区宮原4丁目1–6 アクロス新大阪ビル
　三菱電機セミコンダクタ・アプリケーション・エンジニアリング株式会社
　生産管理課　TEL：(06)6398–6326 (代)

三菱電機セミコンダクタ・アプリケーション・エンジニアリング株式会社：修 理
故障した製品を修理のうえ、返送いたします。

製品の輸送方法に関して：
 修理のために本製品を輸送される場合、本製品の包装箱、クッション材を用いて精密機器扱い
で発送してください。製品の包装が不十分な場合、輸送中に損傷する恐れがあります。やむを
えず他の手段で輸送する場合、精密機器として厳重に包装してください。また製品を包装する
場合、必ず製品添付の導電性ポリ袋(通常青色の袋)をご使用ください。他の袋を使用した場
合、静電気の発生などにより製品に別の故障を引き起こす恐れがあります。
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